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Elf neue integrierte Entwicklungssysteme
Veröffentlicht am 22. Februar 2012

Verotec hat elf neue Modelle in vier Serien der integrierten Entwicklungssysteme für einen selbständigen Desktop oder Gestelleinbauumgebungen entwickelt. Die modularen Einheiten, die für die Umgebung der Hardware-/Softwareentwicklung und für die Verwendung als Verpackung für fertige Systeme gleichermaßen geeignet sind, sind aus dem Standardsortiment des Unternehmens an Gehäusen, Baugruppenträgern, Backplanen, Wärmemanagementprodukten und Stromversorgungen konfiguriert. Die Verwendung von Standardbausteinen verringert die Produkteinführungszeit des Entwicklers; alle Systeme können bei Bedarf vom Benutzer um die Standardoptionen konfiguriert werden. cPCI, VME und VME64x werden in allen Modellen vollständig unterstützt.
D10 und D21 sind Desktopsysteme mit halber und voller Breite, die jeweils die Systeme 6U 10 und cPCI mit 21 Steckplätzen und VME64x unterstützen. Sie sind 9U hoch, als Standard wird Platz für 80 mm tiefe Rear-Transition-Module bereitgestellt und unter dem Baugruppenträger IEEE1101.10/11 KM6-RF sind Kühlgebläse montiert. V8, V9 und V12 sind 8U, 9U und 12U Systeme mit 21 Steckplätzen basierend auf den Baugruppenträgern KM6-II und KM6-RF. Alle Varianten, die für die Gestelleinbausysteme 6U cPCI und VME64x bestimmt sind, verfügen über ein integriertes Wärmemanagement; in den Modellen V8 und V9 ist unter dem Baugruppenträger ein herausnehmbarer Lüftereinschub montiert und im Modell V12 verstärkt eine Absauggebläseeinheit, die auf der Rückseite der Einheit montiert ist, die den Luftstrom durch die Platine verbessert. Sowohl die eingebettete als auch die steckbare PSU wird in den D- und V- Einheiten unterstützt.
Die H-Serie ist für den Schwerlastbaugruppenträger IEEE1101.10/11 KM6-HD für den horizontalen Einbau der Platine 6U cPCI oder VME64x bestimmt. H12 ist 1U hoch und hat 2 Steckplätze, H24 ist 2U hoch und hat 4 Steckplätze und H36 ist 3U hoch und hat 6 Steckplätze; alle Versionen unterstützen die Rear-Transition-Module mit voller Breite. Die Kühlvorkehrungen unterscheiden sich von Modell zu Modell, jedoch verfügen alle Versionen über eine Kühlung sowohl im vorderen Bereich als auch im hinteren Bereich. Eine gute EMV-Leistung wird durch die Verwendung elektrisch leitfähiger Textildichtungen und Beryllium-Kupferdichtungen und einen optimierten Lochdurchmesser und den Abstand zwischen den Absaug- und Ansaugkühlschlitzmatrizen erzielt. Es wird eine Auswahl unterschiedlicher PSU unterstützt. Das TecSYS-System ist eine VPX-Entwicklungsplattform auf der Einstiegsebene zur Bereitstellung einer grundlegenden physikalischen Umgebung für die Softwareentwicklung und Integration der Platine. Das 6U Desktopsystem mit halber Breite, das für eine 3U Full-Mesh-Backplane X4 PCI Express VITA 46.4 mit 5 Steckplätzen und mit einer VITA 46.10 RTM Fähigkeit konfiguriert wurde, bietet Fat-Pipe-Kommunikationen zwischen allen fünf Steckplätzen und eine Schnittstelle zu einer der am häufigsten verwendeten Architekturen, PCI Express.
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